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(S) Procede de realisation d'une cellule d'afftchage avec reprise de contact de contre-electrode. 



@ Des plots de contact (12) sont separes des 
contacts de contre-electrode (20) par une cou- 
che de passivation (22). La liaison etectrique 
entre la contre-electrode et les contacts (20) est 
obtenue en enlevant au motns en partie, autour 
de I'assemblage des deux plaques, la couche de 
passivation (22) et en etaWissant une continuity 
electncque entre la contre-electrode (CE) et la 
partie decouverte des contacts (20) par Texte- 
rieur des plots de contact (12). 

Application a la realisation d'ecrans d'affi- 
chage a cristaux liquides. 



.a. 





FIG. 3 
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Domaine technique 

La presente invention a pour objet un procede de 
realisation d'une cellule d'aff ichage avec reprise de 
contact de contre-electrode. Elle trouve une applica- 5 
tion dans la realisation d'ecrans d'aff ichage. notam- 
ment a cristaux liquides. 

Etat de la technique anterieure 

10 

Une cellule d'affichage a cristaux liquides 
comprend generalement une premiere plaque trans- 
parente recouverte d'une contre-electrode et une se- 
conde plaque, egalement transparente. recouverte 
de lignes et de colon nes d'adressage, et, dans le cas is 
des ecrans dits a matrice active, d'une matrice de 
transistors de commande et de pixels. Ces deux pla- 
ques sont tenues ecartees par des espaceurs et for- 
ment un volume rempii de crista! liquide. 

La contre-electrode est en general constitute 20 
par une fine couche d'oxyde d'indium et d'6tain (ITO). 
Elle peut etre completee par un masque optique ou 
par des f litres colores. 

Les figures annexees 1 et 2 illustrent un procede 
classique de realisation d'une telle cellule, I'accent 25 
etant mis sur la maniere de realiser la connexion elec- 
trique entre la contre-electrode et les circuits de 
commande places a I'exterieur de la cellule. 

Pour realiser une telle cellule, on realise une pre- 
miere plaque P1 , dite plaque de contre-electrode, par 30 
exemple en verre, sur laquelle on depose la contre- 
electrode CE. 

On realise, par ailleurs, une seconde plaque P2, 
dite plaque d'electrodes, par exemple en verre, sur la- 
quelle on depose un reseau de lignes L et de colonnes 35 
C d'adressage, et une matrice de pixels Px. Les 
connexions electriques se font en bout de lignes et en 
bout de colonnes. Cette seconde plaque peut dtre 
realise e en deux niveaux de mas quag e comme decrit 
dans le document FR-A-2 533 072. 40 

Pour realiser la connexion electrique de la 
contre-electrode CE, plutot que de prevoir cette 
connexion directement sur la plaque de contre- 
electrode P1, on prefere etablir cette connexion sur 
la plaque d'electrodes P2, avec les autres 45 
connexions. A cette fin, il est prevu des contacts par- 
ticuliers 20, disposes par exemple aux quatre coins 
de la plaque d'electrodes etconstitues d'un metal bon 
conducteur, par exemple de I'aluminium. Naturelle- 
ment, cela impose d'etablir une liaison entre la so 
contre-electrode CE et ces contacts 20. Des plots 
conducteurs 12, par exemple en pate a ['argent, sont 
done disposes sur la contre-electrode, en des empla- 
cements correspondant aux emplacements des 
contacts 20, e'est-a-dire, dans la variante illustree, 55 
dans les quatre coins de la contre-electrode. 

Pour eviterdes phenomenes electrochimiques et 
prevenir egalement d'eventuels court-circuits entre 



les plaques, on recouvre generalement la plaque 
d'electrodes P2 d'une couche de passivation isolan- 
te. it peut s'agir, par exemple, d'une couche de 300 
nm de nitrure de silicium. Cette couche recouvrant 
les contacts 20, il est necessaire, pour etablir la liai- 
son electrique entre la contre-electrode CE et les 
contacts 20, de percer cette couche aux endroits 
correspondant aux contacts. C'est ce qui est repre- 
sent© sur la figure 2 ou Ton voit, en coupe, la zone 
d'etaWissement de la liaison electrique entre la 
contre-electrode CE et un contact 20, a travers une 
ouverture 24 percee dans la couche de passivation 
22, et par I'intermediaire du plot 12 en pate a TargenL 
Les ouvertures 24 sont obtenues par une opera- 
tion complete de photolithographic avec restnage, ali- 
gnement, insolation et developpement de la resine, 
gravure de la couche de passivation et elimination de 
la resine. 

Les deux plaques P1 et P2 ayant ete realisees et 
la couche de passivation ayant ete gravee aux en- 
droits appropries, le procede de realisation de la cel- 
lule se poursuit par le depot d'une couche d'aligne- 
ment sur la plaque d'electrodes P2, puis par la pulve- 
risation (fespaceurs. Sur la plaque de contre- 
electrode P1, on depose une couche d'alignement, 
puis on serigraphie un cordon de colle polymerisable 
1 0 puis on depose des plots 1 2 de pate a I'argent avec 
une seringue aux endroits appropries. Apres assem- 
blage des deux plaques, on recuit I'ensemble pour po- 
lymeriser la colle et la pate a I'argenL 

Si ce procede donne satisfaction, il est clair que 
les operations de gravure des ouvertures 24 dans la 
couche de passivation 22 penalisent lourdement le 
procede qui, sans cette gravure supplemental, res- 
terart simple puisque ne necessrtant que deux photo- 
gravures, tout au moins dans la variante decrite dans 
le document FR-A-2 533 072 deja cite. 

La presente invention a justement pour but de re- 
medier a cet inconvenient A cette fin, elle propose un 
procede de realisation qui permet de conserver la 
couche de passivation sans toutefois necessiter de 
photolithographic supplementaire pour etablir la liai- 
son electrique entre la contre-electrode et ses 
contacts. * 

Expose de Hnventlon 

Selon I'invention, on etablit la liaison electrique 
par la surface exterieure des plots, I'extremite des 
contacts ayant ete prealablement decouverte. 

De facon precise, I'invention a pour objet un pro- 
cede de realisation d'une cellule d'affichage dans le- 
quel, de facon connue : 

- on depose sur une premiere plaque transpa- 
rente une contre-electrode, 

- on depose sur le pourtour de la contre- 
electrode un cordon de colle polymerisable, 

- on depose sur la contre-electrode, a I'exterieur 
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du cordon de colle, en des emplacements ap- 
propries, des plots de contact, 

- on depose sur une seconde plaque des lignes 
et des colonnes d'adressage et des electrodes 

de pixels, 5 

- on forme des contacts de connexion de cont re- 
electrode a la peripherie de cette seconde pla- 
que, 

- on depose sur cette seconde plaque une cou- 

che de passivation isolante recouvrant entre 10 
autres les contacts de cont re-elect rode, 

le procede de rinvention etant caracterise par le fait 

que: 

- on assemble les deux plaques, les plots de 
contact portes par la premiere plaque se trou- 15 
vant disposes au-dessus des contacts de 
contre-electrode portes par la seconde plaque 
mais restant separes de ceux-ci par la couche 

de passivation, 

- on polymerise la colle du cordon, 20 

- on enleve au moins en partie, autour de I'as- 
semblage des deux plaques, la couche de pas- 
sivation recouvrant les contacts de contre- 
electrode, 

- on etablit une continuite electrique entre la 25 
contre-electrode et la partie decouverte des 
contacts par I'exterieur des plots de contact 

De preference : 

- pour realiser les plots de contact, on utilise une 
pate a I'argent, 30 

- on assemble les deux plaques et on polymerise 
le cordon de colle, 

- on recuitr assemblage pourpolymeriserla pate 
a I'argent, 

- on remplit la cellule, 35 

- on grave la couche de passivation a I'exterieur 
de I'assemblage, ce qui degage Textremite des 
contacts de contre-electrode, 

- on applique une seconde pate a I'argent sur les 
plots de contact et sur I'ext remite degagee des to 
contacts de contre-electrode, 

- on polymerise cette seconde pdte a I'argent. 

Breve description des dossins 

45 

- la figure 1, deja decrite, montre les deux pla- 
ques d'une cellule d'aff ichage ; 

- la figure 2, deja decrite, est une coupe d'une 
cellule selon Tart anterieur au niveau du 
contact de contre-electrode ; 50 

- la figure 3 illustre trois Stapes du procede de 
('invention ; 

- la figure 4 illustre un mode de realisation de ca- 
ractere collectif mettant en oeuvre I'invention. 

55 

Expose detaille de modes de realisation 

La figure 3 montre trois etapes du precede de I'in- 

3 



ventton selon la premiere variante. Sur la partie (a), 
on voit la plaque P1 (avec sa contre-electrode CE, 
son cordon de colle 10, et ses plots de contact 12) re- 
posant sur la plaque P2 avec ses contacts de contre- 
electrode 20 et sa couche de passivation 22. 

La colle 10 peut etre une colle polymerisable 
sous rayonnement ultraviolet comme la colle referen- 
ce UVS 91 chez NORLAND (pate de sceilement 
pour aff icheurs a cristaux liquides-Reticulation UV) 
ou bien une colle polym6risable en temperature, 
comme la colle referencee DSA 001 chez RODIC. 

Les plots 12 peuvent dtre en pdte a I'argent, par 
exemple une pdte r6f6renc6e H20E chez NORLAND 
(resine conductrice chargee a I'argent). 

Les deux plaques P 1 et P2 ayant ete assemblies 
puis pressees, la colle 10 est pdym6risee, par expo- 
sition aux UV par exemple. Un recuit de 12 heures a 
60°C permet d'am6liorer I'adharence de la colle et de 
polymeriser la pate a I'argent 12. 

Apres cette polymerisation, il n'y a pas encore de 
contact entre la contre-electrode CE et les contacts 
de reprise 20 car la couche de passivation 22 demeu- 
re sous la pdte a I'argent 12 (partie a). 

Ensuite, on remplit la cellule de cristal liquide par 
les moyens habituels (de type capiilarite sous vide) 
et, apres remplissage, la cellule est sceltee hermeti- 
quement. 

On procede alors a une gravure de la couche de 
passivation qui se trouve sur la partie exterieure de 
connexions. Pour ce faire, on introduit la cellule dans 
une machine de gravure par plasma sous vide, par 
exemple RIE 550 de la Societa NEXTRAL. Un plasma 
compos6 de gaz f luore, par exemple SF6, vient elimi- 
ner tout le nitrure de silicium qui n'est pas recouvert 
par la plaque de contre-electrode (partie b de la figu- 
re 3). II est a noter qu'une cellule a cristal liquide scel- 
lee hermetiquement ne subit aucun dommage lors 
d'une telle gravure par plasma. 

On applique ensuite une deuxieme pdte a I'ar- 
gent, par exemple 410LV de chez NORLAND, sur les 
bords de la contre-6lectrode, a I'endroit des plots de 
reprise de contact 20. Ces plots supplementaires sont 
references 12* sur la partie (c) de la figure 3. lis sont 
en appui sur les plots 12 deja polymerises et en 
contact avec ceux-ci. Cette deuxieme pdte est a son 
tour polymerisee, par exemple a 60° pendant 4 heu- 
res. 

Le contact electrique est alors etabli entre la 
contre-aiectrode CE et les contacts 20 par I'interme- 
diaire de la prendre et de la seconde pates a I'argent 
12 et 1 2'. La resistance de contact obtenue par cette 
method e est de I'ordre de quelques dizaines d'Ohms. 

Le procede qui vient d'dtre decrit est compatible 
avec un proceda collectif de realisation de cellules a 
cristaux liquides. On sait que, pour augmenter la pro- 
ductrvita, il est possible de realiser deux grandes pla- 
ques comportant. Tune, plusieurs motifs de contre- 
electrode et I'autre, autant de matrices actives. On 
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assemble ces grandes plaques, on les traite thermi- 
quement pour les cofler rune a I'autre, puis on casse 
r ensemble selon des Hgnes appropriees 55 pour ob- 
tenir des cellules individuelles. 

La figure 4 montre comment on peut s'y prendre 5 
avec ie precede de reprise de contact de la cont re- 
elect rode qui vient rf 6tre decrit On realise une premiere 
grande plaque 40 avec des motifs de contre-electrode 
42 (six dans I'exemple illustre). On realise, par ailleurs, 
une seconde grande plaque 50 avec des matrices de 10 
pixels 52 et leurs contacts de contre-electrode 54. 

Selon Pinvention, on s r y prend aJors comme suit : 

On serigraphie des cordons de colle 44 sur la pla- 
que 40 et on depose, a la seringue, des gouttes 46 de 
pate a I'argent H20E dans les coins menages a cet ef- 15 
fet Un robot peut effectuer cette operation. Ensuite, 
on assemble les plaques 40 et 50 et la colle ainsi que 
la pate a ('argent sont poJymerisees. 

Apres de coupe pour separer les differentes cel- 
lules, celles-ci sont remplies de cristal liqutde puis 20 
bouchees. Les contacts 54 sont alors degages par 
plasma. Ensuite on effectue le dep6t de la deuxieme 
pate a I'argent et sa polymerisation comme explique 
a propos de la figure 3c. Pour bien fonctionner, cette 
technique necessite des precautions pour bien cali- 25 
brer le volume de pate a I'argent depose apres seri- 
graphie. 



Revendications 30 

1. Precede de realisation d'une cellule d'affichage 
dans lequel : 

- on depose sur une premiere plaque trans- 
parente (P1) une contre-electrode (CE), 35 

- on depose sur le pourtour de la contre- 
electrode un cordon de colle polymerisable 
(10), 

- on depose sur la contre-electrode, a Texte- 
rieur du cordon de colle (1 0), en des empla- ao 
cements appropries, des plots de contact 
(12), 

- on depose sur une seconde plaque (P2) 
des lignes (L) et des colonnes (C) d'adres- 
sage et des electrodes de pixels (Px), 45 

- on forme des contacts de connexion de 
contre-electrode (20) a la peripheric de cet- 
te seconde plaque (P2), 

- on depose sur cette seconde plaque (P2) 

une couche de passivation isolante (22) re- 50 
couvrant entre autres les contacts de 
contre-electrode (20), 
ce precede etant caracterise par le fait que : 
• on assemble les deux plaques (P1, P2), les 
plots de contact ( 1 2) portes par la premiere 55 
plaque (P1) se trouvant disposes au-des- 
sus des contacts de contre-electrode (20) 
portes par la seconde plaque (P2) mais res- 



tan t separes de ceux-ci par la couche de 
passivation (22), 

- on polymerise la colle (10) du cordon, 

- on enleve au moins en partie, autour de 
I'assemblage des deux plaques, la couche 
de passivation (22) recouvrant les contacts 
de contre-electrode (20), 

- on etablit une continuite electrique entre la 
contre-electrode (CE) et la partie decou- 
verte des contacts (20) par I'exterieur des 
plots de contact (12). 

2. Precede selon la revendication 1 , caracterise par 
le fait que : 

• pour realiser les plots de contact (12), on 
utilise une pate a I'argent, 

- on assemble les deux plaques (P1, P2) et 
on polymerise le cordon de colle (10), 

- on recuit I'assemblage pour polymeriser la 
pate a I'argent (12), 

- on remplit et on scelle la cellule, 

- on grave la couche de passivation (22) a 
Texterieur de ('assemblage, ce qui degage 
i'extremite des contacts de contre- 
electrode (20), 

- on applique une seconde pate a I'argent 
(12') sur les plots de contact (12) et sur I'ex- 
tremite degagee des contacts de contre- 
electrode (20), 

- on polymerise cette seconde pate a I'argent 
(12'). 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise par 
le fait qu'on grave la couche de passivation (22) 
par plasma sous vide. 

4. Procede selon Tune quelconque des revendica- 
tions 2 et 3, caracterise par le fait que : 

- on realise une premiere grande plaque (40) 
comportant plusieurs motifs de contre- 
electrode (42) et une seconde grande pla- 
que (50) comprenant autant d'ensembles 
d'electrodes (52), avec des contacts de 
contre-electrode (54) et une couche de 
passivation, 

- on dispose des cordons de colle polymeri- 
sable (44) sur la premiere grande plaque 
(40) autour des motifs de contre-electrode 
(42), 

- on depose sur la premiere grande plaque 
(40) des plots de contact (46), 

- on assemble les deux grandes plaques (40, 
50), 

- on polymerise la colle des cordons (44), 

- on decoupe I'assemblage pour obtenir les 
cellules individuelles, 

- on poursuit le procede pour chaque cellule 
individuelles ainsi obtenue. 
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